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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Metallisieren einer Bauteiloberflache, wobei nach einer Sulfonierung zur Vorbereitung eine Schutzschicht
auf einem Teil der Oberflache abgeschieden und danach auf dem nicht durch die Schutzschicht abgedeckten Teil eine Bekeimung und
nachfolgende Metallisierung durchgefihrt wird.
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